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半導体＆システム設計技術委員会
LPB相互設計SC）LPB相互設計・認証WG）

IEEE2401改訂TG
2022年度活動報告
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2022年度活動サマリ

◼  目的

新たに見えてきた課題・設計手法に対応するべく、LPBフォーマットの次期バージ
ョン策定に向けた準備、検討を行う。

• フォーマットに追加するべきアイテムの抽出

• MBDやMBSEが注目される中で、LPBフォーマットと連携することで利用価値を高められそ
うな既存フォーマットを研究する

◼ 活動期間

2022/5/6 ~ 2023/3/24

なお今期は、教育・認証TGの活動を休止している。



LPBLPB Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2020-2022 Page4

2022年度活動サマリ

◼ 活動内容

TG開催10回、全てWeb会議

1. IEEE-2401改訂TG
⚫ 下記a~dを盛り込んだ内部仕様ドラフト（Ver4.0）を作成した。一部はエレメントのタグ

レベルまでのため、属性の詳細化は今後必要である。

a. 簡易回路図用のエレメントをCフォーマットに追加

b. 電源ネットに対する最大電流制約（ガイドライン）

c. 電磁界シミュレーション用の情報拡充（テストポイント、ESDガン波形）

d. モデリングSCのシミュレーションモデル仕様書との連携（JEITA_ID）

2. 勉強会(別途レポート)
⚫ 下記フォーマットについての研究TGを設けて勉強会を実施した。

a. ECXML

b. EDX

c. IP-XACT
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2022年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年

1月 2月 3月

SDS-WG
LPB-WG
SDF-WG

全体日程（2022）

■202２年度のイベント、教育・認証TG日程、TG開催日
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実績・成果物

◼ 活動内容１に関して

➢ LPB Format V4.0の日本語内部仕様書

IEEE2401-2019レベルのV3.3内部仕様書に対し加筆修正を行いV4.0としたもの

TGのFTPサイト 2022¥Mail_Files¥IEEE2401TG¥LPBFormatV4¥20220715_JEITA-
LPB_CFormat_Ver_4.xls
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FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023

Ver.
3.3

IEEE/IEC 標準化状況
◼ COVID19の影響で停滞していたIEC63055 Ed.2のSMB承認が完了
（2023年3月）。発行へ。（IEEE2401-2019相当）

IEEEプロジェクト(2015)

Golden
sample
Ver.2.2

EDA
trial

sample

Format
Ver.2.2

IEEE Std 2401-2015
出版

・・・

JEITA
Ver.3.0 

consideration

次期アイテム検討
thermal, 3D, 1D,…

Ver.
3.1

JEITA
Ver.3.0

2018
IEEE-D1

2018/Mar
Ver.3.0

IEEEプロジェクト(2020)

Sponsor ballot

PAR

JEITA内部 次期仕様策定

IEC63055 
Ed.2 承認

IEC/TC91
WG13審議

次期仕様策定

Ver.
4.0
策定

Ver.4.x
連携フォーマット

検討

RevCom承認

IEEE Std 2401-2019
出版

IEC63055 
Ed.2 承認
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申送り事項

◼ 次期バージョンの準備

• V4.0の内部仕様書ドラフトから、IEEE2401改訂用の文書の作成に着手できるとよい。

• ３D-ICのチップレット製品設計をサポートするフォーマットが出てきている（CDXなど）。また、
3DFabricAllianceや３Dブロックスといったアライアンスの動向も注視しながら、IEEE2401の改
定内容を検討するとよい。
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ロードマップ

アイテム検討
約2年

内部仕様書（4.0）

IEEE本文編纂 約2年

出版2025以降

↑2020/9月

改訂サイクルは4～5年

↑2023/3月

↑2021/9月

↑PAR＊ 2023年9月以降

ドラフト修正4回くらい
（技術的な内容修正は2回目まで）

＊ Project Authorization Request

↑2022/9月

連携フォーマット調査

内部仕様書（4.ｘ）
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